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20240908 半導体有事（湯之上隆著）                                                        小笠原 

注：【  】は小笠原のコメント 

用語 ファブレス（Fabless）：工場を持たず、設計を専門に行う半導体メーカー 
ファンドリー（Foundry）：受託製造（例 TSMC） 
ムーアの法則：半導体の集積率は 18 か月で 2 倍になる（インテル創業者のゴードンムーアによる経験則） 
ステッパー：半導体露光装置 
チップ：パッケージされた半導体集積回路(IC)の総称（ウエハー上に網目状に生成させる） 
リソグラフィ技術：回路パターンに、露光装置で光を当て、ウエハー上のレジスト（薬剤）に転写する。 
              レジスト：光の当たった箇所が変化。現像でこの光の当たった箇所のみ除去。 
EUV(Extra ultraviolet)：露光装置（オランダ ASML 社のみ可能。露光装置世界シェア 95%独占） 
SOC：System on chip（1 チップ上に各機能（例：CPU コア、メモリコア、グラフィックコア、I/F コア）搭載） 
コンソーシアム（Consortium）：共同事業体（国や地方自治体、民間企業などが一体） 

半 導 体

メーカー 

半導体種類：ロジック半導体、メモリ半導体、アナログ半導体 

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)：ロジック半導体。受注生産に特化。 

サムスン（韓国）：主にメモリ半導体、インテル（米）、ASML（オランダ 露光装置）、、、 

中国（世界 1 かつ市場は世界最大。ホンハイの大工場群） 

半 導 体

シェア 

海外（2022）：  1(TSMC 台湾)、2（サムスン韓）、3（インテル米）、4（SK ハイニックス韓） 

日本（2022-23）：1（ルネサスエレクトロニクス）、2（ソニー）、3（キオクシア HD）、4（東芝）、5（ローム） 

（キオクシアHD：2017 東芝メモリ事業を会社分割。ラピダス：ソニー、トヨタ自動車、デンソー、キオクシア、NTT、NEC、ソフト

バンク、三菱 UFJ 銀行など、日本国内大手企業 8 社が出資） 

歴史 

ラフ 

日本：                    1980 半ば、DRAM 世界シェア 80% 

                                               エルピーダメモリ（日立、NEC）→破綻しマイクロン買収 

                                                      2012 ルネサスエレクトロニクス（三菱＋日立、＋NEC） 

                                                                             ラピダス（8 社出資） 

  1960            1980   1990     2000    2012  2020  2021 2022 

 

   （誕生）                                         コロナによる世界的な半導体不足（半導体が脚光） 

                                                  →車生産不可→TSMC に依頼殺到（TSMC 価値↑） 

 

米国規制による半導体競争（戦争？）：                               2020 「5/14 規制」（転換点：台湾が米側に）※1

                                                                       2022 「10/7 規制」（中国輸出規制）※2

 

※1：TSMC 米アリゾナ進出決定。中国ファーウェイへの半導体輸出ストップ（中国のスマホ、5G ビジネスが壊滅的に）。 

※： CHIPS 法（米、2022 8/9）：半導体国内製造促進（補助金あげます。しかし向こう 10 年中国への投資／拡張不可） 

※2：中国のスパコン、AI 半導体の開発を完全に抑え込む。（半導体工程に必要な装置の中国への輸出許可制（実質禁輸

化）。オランダ（EUV 装置）、日本にも抑え込みを要請し、基本合意済） 

（米の対中国：スマホの締め出し→ファーウェイ副会長 2018 年米国起訴。カナダで逮捕（'21 年司法取引）） 

TSMC

人気/ 

政治性 

TSMC 海外工場：北米、欧州、中国、韓国、日本 

筆者：TSMC を陰で操っているのは、アップル（(iPhone)である（売上の 25%以上）。 

筆者の主張：半導体産業はグローバル協力必要。材料（含むガス類）から部品、装置全世界規模で繋がっ

ている。 

米国           （締め付け）             中国 

         TSMC         （台湾有事） 

 

TSMC ウクライナ侵攻後のロシアへの輸出：→0、中国は急増  ウクライナ侵攻：2022 年 2/24   (P19) 

【米は規制やりたい放題、日本の半導体も以前やられた？】 
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半 導 体

の位置 

昔は「産業の米」（産業発展の基礎）  

→ 最近は「現代の石油」（戦略物質） (P16) 

   軍事技術／宇宙産業 

半導体の

微細化 

微細化→集積化の理由：①高速化（距離小→高速） ②省エネ化 

微細化競争： 露光波長短いほどよい 

  露光装置の光の波長：365/248/193nm → EUV: 13.5 nm（オランダ独占） 

微細化の表現： 3 nm 

現在では製造プロセスの世代を表す指標（20nm 辺りまではトランジスタのゲート素子部分の物理的長

さ。微細化限界で立体構造をっており、現在では物理的長さのことではない） 

2022 年：TSMC（3nm）、サムスン（5/4nm。3nm 歩留悪し）、インテル（10～7nm）、日本（40nm） （P171）

TSMC

創業者 

モリス・チャン（中国 1931 生まれ、香港で育つ） (P65) 

18 歳で渡米。ハバード大→マサチューセッツ工科大学。TI（テキサスインスツルメンツ）で半導体産業に。 

54 歳：台湾から台湾に半導体産業の立ち上げ依頼。→ファンドリー（受託生産）特化を決意。 

56 歳(1987)：TSMC 設立。（存命） 

TSMC 

躍進秘密 

SOC（System on chip）の受託生産プラットフォームを構築。ある意味、設計側とコントロールした。（P70） 

 ファブレス ファブレス ファブレス） （設計を専門に行う半導体メーカー） 

     ↓       ↓       ↓ 

    世界標準： 設計ツール（ベンダー）＋ 機能モジュールライブラリー（ベンダー）   （P72 の図参照） 

              ↓（製造、全て TSMC へ） 

     TSMC  受託生産プラットフォーム（← つまり仕組みを作ってしまった） 

一方： 日本各社の方針は、設計／製造工程でさえ各社ばらばら 

【TSMC は後発だったため、その時点で有しているリソース（設計／設備）なく、これがプラスに働いた（例：

電話交換機設備ｖｓ携帯）】 かつ、シリコンバレーで設計だけをする会社が誕生し始めていた。 

2021 年以降：7 nm/5 nm の世界シェア 90%以上 

各 国 の

誤算 

米：インテル社 （P124） 

①微細化の遅れ：2016 年まで微細化の先頭→微細化できず。TSMC、サムスン、中国に抜かれる。 

②製造能力：設計（ファブレス、ファンドリー）に特化→台湾、韓国、中国、日本に抜かれる。 

 【→なりふり構わず、CHIPS 法で力ずくで】 

日本： 

①DRAM 超高品質(25 年保証)（一方サムスンは安価(5 年保証)→大量生産。次第に技術でも優位に） 

  ・日本の病の本質は「過剰技術」で「過剰品質」なものを作る。（P151） 【←日本文化。太陽光パネルも同じ道】

  ・時代が変わっても過去の成功体験を引きずる。 

②2019 年、韓国への半導体材料の厳格化（意地悪。第 2 の真珠湾攻撃）→韓国自前へ＋拡大計画 

日 本 の

展望 

日本が微細化の分野で追いつくのは不可能。（P152） 

①チップができるまで色々な工程があるが、日本が強い分野がある。（世界は日本に依存） 

  ・半導体材料：日本は相当強力。 

  ・前工程装置：十数工程の半導体装置の 5～7 工程分の装置で日本はトップシエア 

  ・部品：       欧米の製造装置でも、数千～10 万点のうち 6～8 割が日本製 

②筆者分析によると、①のシェアが低下傾向（P213/215） 

  ・日本の装置メーカーは各社カスタマイズ  （←各社単位） 

  ・欧米の装置メーカーは世界標準の 1 装置を開発 （←世界標準化を狙う） 【マクドナルドを世界に的？】
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